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En profileret plade (3) ti1 bygningsteknisk formal, specielt

tagdekning o9 facadeplader, hvilken plade har en normal pro-

filering og desuden i visse omrdder en korrugeret mikroprofi-

Jering (4), som afviger fra den normale profilering. Mikropro-

f#ileringen udviser udfladede og/eller indtrykkede onréder ved

top, bund og/eller filankedelene, hvilket resulterer i, at den 0774'88
profilerede plades tykkelse varierer i tvarghende retning i .

forhold til mikroprofileringens langderetning, Som svarer til F'G.z

den normale profilerings langderetning. De udfladede og/eller

indtrykkede omrider strakker sig i mikroprofileringens lengde-~ 3\

retning.
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Oopfindelsen angar en profileret plade til bygningsteknisk for-
mal, specielt tagdakning og facadeplader, hvilken plade har en
normal profilering og til og med i det mindste i visse omrader
en korrugeret mikroprofilering, som afviger fra den normale

profilering. Samt en fremgangsmade til fremstilling af en pro-

fileret plade.

Profileret plade til bygningsteknisk formal, specielt sakaldte
tagdeakningsplader og facadeplader, fremstilles normalt med en
eller anden form for profilering med det formal at give den
for det meste relativt tynde plade tilstrzkkelig stivhed til
at modsta utilsigtet deformation og for at forhindre gennem-
trangning af vand i samlingerne og for at styre bortstregmnin-
gen af vand. Yderligere er pladerne ofte forsynet med en meget
dyb profilering, sadledes at de er egnede til f.eks. at erstatte
bestemte dragere, som b=rer en tagkonstruktion. Der er mange
forskellige profileringsudformninger til f.eks. tagdaknings-

plader p& markedet.

Ved fremstilling af den ovenfor navnte profilerede plade ma
udgangsmaterialet, i form af f.eks. en plan bane af tynd plade
fremstillet i et valsevark, for at vare egnet, tilfredsstille
bestemte krav, som f.eks. materialekvalitet og trakstyrke. Som
felge af de navnte kriterier er man ind til nu blevet begren-
set til at anvende relativt dyre udgangsmaterialer til frem-

stilling af den profilerede plade.

For at forbedre styrken af den profilerede plade har det 1ind
ti1 nu varet foreslaet, at tilvejebringe en yderligere mikro-
profilering, som yderligere afstiver pladen, og som bestar af
et antal korrugeringer af varierende udseende, og som er ud
over den normale profilering. Profilerede plader af denne type
kendes fra f.eks. EP A 33.813. Dette er en fornuftig foran-
staltning, men p& samme tid har denne mikroprofilering negativ
effekt pa den endelige bredde af den profilerede plade, idet
den vil forbruge materiale p& grund af korrugeringen og Vil

resultere i, at et bredere udgangsmateriale skal anvendes.
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Formélet med opfindelsen er at tilvejebringe en tilfredsstil-
lende perfekt profileret plade, ved hvis fremstilling kan an-
vendes et billigere udgangsmateriale i form af en plan plade,
dette form&1 opnds ved at den profilerede plade er ejendomme-
1ig ved det i ?en kendetegnende del af krav 1 angivne.

Fremgangsmaden ti1 fremstilling af navnte profilerede plade er
ejendommelig ved det i den kendetegnende del af krav 8 angiv-

he.

Som folge af opfindelsen opnds en vasentlig sterre frihed ved
valg af udgangsmateriale til den profilerede plade. Sé]edes
kan f.eks. anvendes en tynd plade af usorteret/svingende kva-
litet, og hvis det onskes, kan pladetykkelsen af det profile-
rede produkt ogsad reduceres i en vis udstrazkning. Endnu en
fordel ved opfindelsen er, at store plane flader af profile-
rede plader forbliver plane, selv om udgangsmaterialet har
vearet meget tyndt, som fglge af den sammentrakkende effekt,
der opna&s ved mikroprofileringen ifelge opfindelsen. Ydermere
kan det navnes, at mikroprofileringen af pladen kan udfgres
som gnsket for, i forbindelse med og/eller efter den normale
profilering af pladen. Saledes har man store frihedsgrader ved
valg af bearbejdningsrakkefslge ved fremstillingen af den pro-
filerede plade ifglge opfindelsen. Et mikroprofileringsanlag,
som bestar af valser fremstillet hertil, Kkan indbygges i en
produktionsiinie til profilerede plader uden negativ indfly-

delse pa produktionsliniens fremstillingskapacitet.

En stor fordel ved opfindelsen er, at den reduktion i bredden
af udgangsmaterialet, som opstir som fglge af korrugeringen
ved mikroprofilering, bliver modvirket og kan endog blive eli-
mineret som fglge af de udfladede og/eller indtrykkede omrader
i kanten, den nedre del og/eller flankedelene ved mikroprofi-
leringen. Som fglge af den omfordeling af materiale der fore-
gar, opnas en yderligere stigning i materialestyrken, som med-
forer at den reduktion af pladens tykkelse, som opstar som en

felge af udfladningen og/elier indtrykningen af omrader, ikke
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vil have nogen negativ indflydelse pa den profilerede plades

fysiske egenskaber.

opfindelsen beskrives j det felgende under henvisning til teg-~

ningen, hvor

fig. 1 viser et perspektivisk billede af en del af en plade,

som er profileret,

fig. 2 en profileret plade med korrugeret mikroprofilering set

i perspektiv,

fig. 3 snit i profileret plade med korrugeret mikroprofilering

set i perspektiv,

fig. 4 snit i en udferelsesform for mikroprofileringen, set 1

stor malestok,

fig. 5 endnu en udfgrelsesform for mikroprofileringen i stor

malestok,

fig. 6 en tredje udfsrelsesform for mikroprofileringen i stor

malestok,

fig. 7 en fjerde udfgrelsesform for mikroprofileringen i stor

malestok og i snit,

fig. 8 en femte udferelsesform for mikroprofileringen i stor

madlestok og i snit,

fig. 9 en sjette udforeisesform for mikroprofileringen i stor

malsetok og i snit,

fig. 10 en syvende udferelsesform for mikroprofileringen i

stor madlestok og i snit,

fig. 11 en ottende udfsrelsesform for mikroprofileringen i

stor madlestok og i snit, og
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fig. 12 en niende udferelisesform for mikroprofileringen i stor

m&lestok og i snit.

I fig. 1 vises et eksempel p& en profileret plade 1 i en af
de mange mu1ige udfegrelsesformer, som man kan kalde normal
profilering 2 i denne forbindelse. Hvad angar profileret plade
til bygningsteknisk formal er der mange udformninger af denne
sakaldte normale profilering, og hertil er opfindelsen yderst
anvendelig sammen med en hvilken som helst af disse sakaldte
normalprofileringer.

I fig. 2 vises en profileret plade 3, som har mikroprofilering
over alt pad sin ellers normalt profilerede overflade i form af
sm& bolger 4, som skent de strakker sig p& langs af overfladen
er uafhangige af udformningen af den normale profilering.

I fig. 3 ses en udfarelsesform for en profileret plade 5, hvor
kun begransede omrader af den normale profilering er udstyret
med mikroprofilering 4. I dette tilfazlde er toppene 6 og bun-
dene 7 af den normale profilering udstyret med mikroprofile-
ring, mens sideflankerne 8 af den normale profilering mangler
mikroprofileringen. Saledes kan det foretrakkes at mikropro-
fileringen vil kunne begranses til overflader, hvor der er
mest brug for dem. Sadledes er mange variationer mulige. I nog-
le tilfelde kan det vare tilstraekkeligt f.eks. kun at udstyre
de overste overflader 6 af den normale profilering med mikro-

profilering.

I fig. 4 vises i storre malestok et eksempel pé& mikroprofile-
ringen 4. Imidlertid kan det vardsattes, at mikroprofileringen
kan vzre udformet p& en anden made end den her viste, f.eks.
som en sinuskurve. Imidlertid er det vasentligt at den bestar
af et belgemsnster af en eller anden udformning, der 1ligger
ganske tat samlet. For at forklare yderligere i detaljer, hvad
der er meningen med mikroprofileringen i denne forbindelse,
kan det fastslas, at afstanden A mellem to tilsvarende dele
ved siden af hinanden, f.eks. belgetoppene 9, skal fortrinsvis
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vere mindre end femten gange pladens tykkelse T og specielt
vere af sterrelsesordenen 3-6 gange pladens tykkelse T. Som et
eksempel, som ikke skal begranse opfindelsen, haves: T = 0,6

mm, A =3,5mm, H=20,8 mmogR= 0,5 mm.

Det der karakfériserer den profilerede plade ifslge opfindel-
sen er, at tykkelsen varierer i tvargaende retning i forhold
ti1 den i langderetningen forlgbende mikroprofilering. Dette
vises i et antal udferelsesformer, som er vist i fig. 5-12,
hvorledes dette kan opnas, f.eks. ved en udfladning og/eller
en trykning i toppen, bunden og/eller flankedelene pa mikro-
profileringen. De omtalte udfladede og dindtrykkede omrader
fremstilles fortrinsvis ved, at de varktsjer, der skal danne
mikroprofileringens bglgeform, er saledes fremstillet, at de
danner de udfladede og indtrykkede omrader p& samme tid.

1 fig. 5 ses en mikroprofilering, hvor variationer i pladens
tykkelse opnas ved at udforme udfladede omrader 10a, 10b pa
belgeformens toppe/topomrader ved mikroprifileringen, hvilke
omrader strazkker sig langs med den fuldstendige langde af mi-
kroprofileringen ifelge opfindelsen. Det er anvist i figuren,
med en punkteret linie, hvorledes udseende af mikroprofilerin-
gen skulle have varet, hvis de omrader med reduceret pladetyk-
kelse ifslge opfindelisen ikke havde varet til stede. Markerin-
gen med punkterede Tlinier anvendes ogsd i de andre figurer,
for at vise forskellen med hensyn til plader med konstant tyk-

kelse.

Fig. 6 viser en udferelsesform for opfindelsen, hvor dindtryk-
kede omrader 1la, 11b reducerer pladetykkelsen. Disse er ble-

vet anbragt i mikroprofileringens bundomrader.

I fig. 7 vises en udfgrelsesform, hvor de indtrykkede omréder
11b kun er til stede pa undersiden af mikroprofileringen,
dette giver kun en minimal indvirkning pa udseendet af mikro-

profileringen, hvilket somme tider kan vare at foretrazkke af

astetiske grunde.
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I fig. 8 vises en udfgrelsesform, hvor der i forbindelse med
mikroprofileringen bade er anvendt udfladede omrader 10a og
indtrykkede omrader 11b.

Som vist i fig. 9 kan de indtrykkede omrader 11b ogs& vare an-
bragt, sa de strakker sig Tlangs med mikroprofileringen 4's
flankeoverflade.

I fig. 10 vises en mulig udformning af de indtrykkede omrader
12a, 12b, som er udfert pa bade over- og underside af flankeo-

verfladerne.

Fig. 11 viser en mulig udformning af adskillige indtrykkede
omrader 12b ved siden af hinanden.

I fig. 12 vises en udferelsesform, hvor man pa samme tid anv-
ender udfiadede topomrader 10a, 10b, indtrykkede bundomrader
1la, 11b og indtrykkede flankeomrader 12a, 12b.

De mulige kombinationer er ubegraznsede, og de udfladede og/el-
ler indtrykkede omrader behsver ikke at vare tilvejebragt pa
alle mikroprofileringens bolger.

Det m& saledes papeges, at udformningen og antallet af de ud-
fladede og indtrykkede omrader kan varieres frit inden for op-

findelsens beskyttelsesomfang.

De udfladede og/eller indtrykkede omrader kan i det vasentlige
strekke sig Tlangs med profileringens fulde T1angde. Det kan
navnes som et eksempel, som ikke md opfattes som en begrans-
ning, at tykkelsen af den profilerede plade, som folge af de
udfladede og/eller indtrykkede omrader, kan variere mellem 70%
og 100% af udgangspladematerialets tykkelse.

Ved den udfgrelsesform, der er vist i fig. 2, er det fordelag-
tigt at udfere mikroprofileringen med de dertil knyttede ud-
fladede og/eller indtrykkede omrader, for den normale profile-
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ring bliver udfert, mens, hvis det onskes, ved den udfsrelses-
form, der er vist i fig. 3, kan de med mikroprofileringen til-
knyttede udfladede og/eller indtrykkede omrader ligeledes ud-
fores pa& enkel vis efter at den normale profilering er blevet
udfert..

Patentkrayv,

1. Profileret plade (3, 5) til bygningsteknisk formdl, spe-
cielt tagdekning og facadeplader, hvilken plade har en normal
profilering (2) og desuden i visse omrader en Korrugeret mi-
kroprofilering (4), som afviger fra den normale profilering,
kendeteghneHt ved, at mikroprofileringen (4) er sé&-
ledes udformet, at den profilerede plades tykkelse (T) varie-
rer pad tvars af mikroprofileringens langderetning.

2. Profileret plade ifelge krav 1, kendetegnet
ved, at mikroprofileringens (4) retning er den samme, som den

normale profilerings (2) retning.

3. Profileret plade ifelge krav 1 eller 2, ke ndeteg-
net ved, at tykkelsen af den profilerede plade (3, 5) er
delvist reduceret som folge af, at pladen har udfladede omra-
der (10a, 10b) og/eller indtrykkede omrader (11la, 11b, 12a,
12b) ved mikroprofileringens (4) top, bund og/eller flanke-

dele.

4. Profileret plade ifelge krav 3, kendeteghnet
ved, at de udfladede omrader (10a, 10b) og/eller de indtryk-
kede omrader (11la, 11b, 12a, 12b) strzkker sig i mikroprofile-

ringens (4) langderetning.

5. Profileret plade ifglge krav 3 eller 4, ke nde teg -
net ved, at de udfladede omrader (10a, 10b) og/eller de
indtrykkede omrader (11a, 11b, 12a, 12b) er placeret pa den
ene side af den profilerede plade (3, 5).
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6. Profileret plade ifslge krav 3 eller 4, kende teg -
net ved, at de udfladede omrader (10a, 10b) og/eller de
indtrykkede omrader (1la, 11b, 12a, 12b) er placeret p& begge
sider af den profilerede plade (3, 5).

T. Profileret plade ifglge et hvilket som helst at kravene
3-6, k ende tegnet ved, at de udfladede omrader (10a,

10b) er placeret pad mikroprofileringens (4) topomrader.

8. Profileret plade ifolge et hvilket som helst af kraverne
3-7T, kendeteghnet ved, at de dindtrykkede omrader
(11a, 11b, 12a, 12b) er placeret ved mikroprofileringens (4)
bundomrader og/eller mikroprofileringens (4) flankeomrader.

9. Fremgangsmade ti1 fremstilling af profileret plade (3, 5)
ti1 bygningsteknisk formal, specielt tagdakning- og facadepla-
der, hvilken plade har en normal profilering (2) og desuden i
visse omrader en korrugeret mikroprofilering (4), som afviger
fra den normale profilering, kendetegne:Ht ved, at
mikroprofileringen, er udformet sdledes at tykkelsen (T) af
den profilerede plade varierer i tvargédende retning i forhold
ti1 mikroprofileringens 1angderetning, og at det opnas ved
hjalp af valser, der pavirker pladen for, i forbindelse med

og/eller efter at den normale profilering er blevet udfert.
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